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Zusammenf assung ' 

Elektronlsches Bauteil und Nutzen zu seiner Heratellung 

Die Erfindung betrifft eln Sensorbauteil { 1) und ainen Nutzen 
;2u seiner Herstellung- Das Sensorbauteil (1) weiat neben ei- 
neia Senaorchip (2) mit einei? Sensorbereich (3) eine Rttckseite 
(7) lind passive Bauteile (19) auf . Diese sind gemeinaam in 
eine Kunatstoffmasae (31) eingebettet, in der Weise, dasa ih- 
re jeweiligen Elektroden von einer Gesamitoberseita (13) ©iner 
Kunstatoffplatte (6) aus verdrahtet warden k6nnen. ' 

[ Figur 1] 



15 



10 




15 



2d- 




25 



30 



FIN 474 P/2003P51252DE 

1- 

Beschreibung 

■Senaorbautsil und Nutzen zu seiner Herstellung 

Die Brfindung betrifft ii.n Sensorbauteil und einen Nutzen mit 
m»i.*w«« s»"-.^^>.«ni-«npoaitionan. wobei in den Pnsll-.ionen 
Sensorchips mit Sensorbereichen und mit KontaJctfiachen auf 
ihren aktiven Oberseiteri- angeordnet slnd. 

Die Sensorchips derartiger Sensorbauteile sind bisher auf ©i- 
nem Schaltuxigssubstrat beziehuhgsweiaa auf eineni Nutzen in 
Form einer Leiterplatte mit mehreren Sensorbauteilpositionen 
angeordnet. Eine dsrartige Anordnung bedingt, dass zum Schal^ 
tungssubstrat beziehungsweiae zum Nutzen, hin in jeder der 
sensorbauteilpositionen Verbindungen vbn den KontaktflSchen 
zu Kontaktanschlussfiachen auf dem Schaltungasubstrat herzu- 
stellen sind. Diese Verbindungen werden mit zeitaufwendigen 
und kostenintensiven, sowie thermisch belastenden Verbin- 
dungstechniken geschaffen, was die Zuverlaasigkeit des Sen- 
sorbautells einschrankt und gleichzeitig hohe Kosten verur- 
sacht. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Sensorbauteil zu schaffen, 
das eine verbesaerte Zuverlassigkeit aufweiat und kostengtlns- 
tiger herstellbar ist. 

Geiest wird diese Aufgabfe mit dem Gegenstan^ der unabhangigen 
Anspriiche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhangigen AnsprQchen. 

Brfindungsgemaa wird ein Sensorbauteil angegeben, das einen 
Sensorchip -mit dinem Sensorbereich auf seiner aktiven Ober- 
seite aufwelst. Die Elektroden des Sensorbereichs sind ttber ' 
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Leiterbahnen mit Kontaktf iSchen auf der aktiven Qberseitoe des 
Sensorchips varbunden. Der . Sensorchip iat mit seiner Rdcksei- 
te und mit . seinen Randseiten in sine Kunststof fplatte einge- 
battet, wobei die aktive Oberaeite des Sensorchips mit einer 
Oberaeite der Kunststof fplatte eine Gesamtoberseite bildet. 
Auf dieser Geaamtoberseite ist eine Omverdrahtungslage mit 
einer amverdrahtungsschicht angeordnet, wobei sich die Um- " 
vexdrahtungsleitungen von den Kontaktfiachen zu Aufienkontakt- 
fltchen des Sensorbauteils erstrecken. 



Ein derartigss Sensorbautail hat den Vorteil, dass ,ftir die 
elektrischen Verbindungen zwischen Sensorchip und Kunststoff- 
platte keine NiveausprOnge zu iiberwinden sind, sondern die 
amverdrahtungslage mit ihren , Dmverdrahtungsleitungan auf ei- 
ner Gesamtoberseite angeordnet ist. Folglich entf alien kom- 
plexe Verbindungstechniken, wie Bondtechnik oder Flip-Chip- ' 
Technik. Auiierdem kannen mit dem Sensorchip beliebig viele 
Halbleiterchipa und passive Bauelemente zu einem Sensormodul 
in die Kunststof fplatte eingebettet warden. Dazu sind in die 
Gesamtoberseite Elektrodenf lachen, von in die Kunststoffpiat- 
te eingabetteten passiven Bauelementen, vorgesehen. m diesem 
Pall verbinden die Umverdrahtungsleitungen auf der Ge$amt- 
'oberseite Blektrodenf lachetf der passiven Bauelemente mit Kon- 
taktfiachen des Sensorchips und/oder des Halbleiterchipa " 
25 und/oder mit Aufienkontaktf lachen . . 

Eine d^rartige Verdrahtung mit Hilf e von" Umverdrahtungslei- 
tungen erfolgt innerhalb einer einzigen Umverdrahtungas- 
chicht. Dieae Umverdrahtungaachicht kann durch weitere Isola- 
30 tionsschichten und Umverdrahtungsgchlchten erweitert warden, 
wobei mehrere Umverdrahtungsachichten ttber Durchkontakte 
durch die Isolationaachichten miteinander verbunden sind.Da- 
mit ergibt sich eine mehrschichtige Omverdrahtungslage, die 
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ohne grofien Aufwand auf di^ Gesamtobsrseit© aus Halbleiter- 
oberseiten und Kunststpffoberseite gebildet wird. 

Anstelle- einer Anordnung von Sensorchip und Halblelterchip 
nebeneinander ist 0a auch mOglieh, in der Kunststof fplatte 
. .ein.e Stapelung eines Senaorchips mit einem Halbleiterchip u- 
bereinander unterzubringen. Dieses hat den Vorteil, dasa .die 
Gesamtobersfeite des Sensorbauteila klein gehalten werden' 
kann. 

Der. Senaorbereich kann auf Druck, Tijemperatur^ warmest.rahlung 
Oder elektromagnetische Strahlung reagieren. 

In einer weiteren Ausfflhrungsform der Brfindung wird Uber dem 
Sensorbereich eine Linse angeordnet; um eine hOhere optische ■ 
Empfindlichkeit zu erreichen; Diese Linae kann aus Glas be- 
stehen oder eine flache Linsenfolie. mit Fresnelringen aufwei- 
sen, was den Vorteil hat, dass sich die Hehe des Sensorbau- 
teila durch Anbringen einer Fresnellinse nicht wesentlich 
vergre5.fiert. 

Aufierhaib des Bereichs des Sensorchips kann die Kunatstoff- 
masse in einer weiteren Ausfohrungsfona der Erfindung Durch- 
kontakte zm Aufiankontaktfiachen aufzuweisen. die der Gesamt- 
oberseite geganUber liegen. Das hat den Vorteil, dass der 
sensorbereich £rei zugSnglich- ist, selbst wenn das Sensorbau- 
teil auf einer Leiterplatte mit Hilfe der Auflenkontakte fi- 
xie.rt wird. Im anderen Fall,, das heifit, wenn keine Durchkon- 
takte durch die Kunststof fmasse vorgesehen sind, und die Au- 
flenkontakte auf der gleichen Oberseite, das heiflt auf der ge- 
roeinsamen Gesamtoberseite angeor<lnet sind, ware es erforder- 
lich, in einer darUber angeordneten Leiterplatte eine Offnung 
vorzusehen, so dass ein Zugriff zu dem Sensorbereich des. Sen- 
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aorchips mOglich wird. Die Durchkontakte zu den Aulienkontakt- 
fiachen kOnnen auf der Gesaratoberseite elektrisch tlber Oni- 
verdrahtungsleitungen mit den kontaktfiachen des Sensorchips 
verburiden aein. 

Bin weiterer Aspekt der Erfinduhg betfifft ein optoelektroni- 
sches Gerat, das., ein Sensorbauteil aufweiat, welches in einem 
KameragehSuse untergebracht ist. Der Sensorbereich d^s Halb- 
leiterchipa weist in diesem Falle eine CCD-Struktur oder eine 
andere Bildaufnahmestruktur -auf, mit der beiapielsweise Bil- 
der mittels eines Handy aufgehoinmen werden kOnnen und zu 
einem Gesprfichspartner tlbertragen werden k<innen.. 

Das Sensorbauteil kann auch einen Zusatz aufweiaen, so dass 
es als optoelektronisches Kopplungsbauteil eingesetzt werden- 
kann. m diesem Fall wird aber dem Sensorbereich ein Glasfa- 
aereinsteckbereich angeordnet, in dent eine Glasfaser als 
Lichtwellerileiter einsteckbar ist. Derartige optoelektxoni- 
eche Kopplungsbautelle . werden in groflen Mengen bentstigt, so 
20 .dass die kostengttnstige Herstellung des erfindungagemSiien 
Sensorbautails von Vorteil ist. 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht sich auf einen Nut- 
zen, der in Zeilen iind' Spalten angeordnete> Bauteiipositionen 
far Sensorbautelle auf weist. Dabei weist der Nutzen bereits 
alle Schaltungskomponenten des Sensorbauteils auf, wie Sen- 
sorchip mit Sensorbereich und mit Kontaktfiachen, Oberseiten 
von Halbleiterchips mit Kontaktfiachen, Elektroden von passi- 
ven Bandelementen, eine Kunststof f oberseite, welche die Halb^ 
leiterchipoberseiten umgibt, eine Umverdrahtungslage auf ei- 
ner Gesamtoberseite.. Dabei weist die Umverdrahtungslage eine 
Omverdrahtungsschicht mit Umverdrahtungsleitungen auf, welche 
die Kontaktfiachen der. Sensorchips mit Auiienkontaktfiachen 
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des S^nsorbauteils. verbindet. Auf der Gesamtoberseite des 
Nutzen kennen auch noch Auiienkontakta auf dsn AuBenkontakt- 
fiachen angeordnet warden-, W in jeder der Bauteilpoeitlonen 
ein Senaorbauteil zu komplettieren, bevox der Nutzen in Ein- 
5 zelbauteile getrennt wird. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Nutzens weiBt die nach- 
folgend^sn Verfahrensschrltte auf. Zunflchst wird ein Halblei- 
tervafer bereitgeatellt, der in Zailen und Spalten angeordne 
.0 • te Sonaorchippoaitionen aufWeist. AnschlieBend wird der Halb 
ieiterwafer in einzelne Sensorchipg mit einem Sensorbereich 
und Kontaktfiachen auf einer aktiveiv Oberseite der Sensor- 
chips getrennt. panach wird eiiie Klebefolie Oder ^ine Klebe- 
Platte in eine erste Moldwerkzeughaifte mit in Zeilen und 
spalten angeordneten Bauteiipositionen eirigelegt. Auf die 
Bauteilpositionen der • Klebefolie be.iehungswei^e der Klebe- 
Platte Wird dann jeweils ein Sensorchip des Halbleiterwafers 
xn den Bauteilpositionen unter Auf kleben der aktiven Obersei- 
te der Sensorchips auf die- Klebeseite der Klebefolie" bezie- 
hungaweise der Klebeplatte aufgebracht. 

Danach werden .die Moldwerkzeughaiften zusainznengefahren und 
eine Kunststpffmasse in die Form unter einseitige. Einbetten 
der sensorchips eingespritzt. Nach einem Aush.rten der Kunst: 
stoffmasse zu einer Verbundplatte aus Kunst stoffmasse und • 
Senaorchips werden die Moldwerkzeughaiften aueeinandergefah- 
ren und die Verbundplatte entnommen.- Schllefilich wird die 
Klebefolie beziehungsweiee die Klebeplatte von der Verbund- ' ' 
Platte entfernt und eine Umverdrahtungslage auf die freige- 
wordane Gesamtoberseite der Verbundplatte aufgebracht. 

Dieses verfahren hat den Vorteil, dass nach dem Spritzgieflen 
der verbundplatte eine gemeinsame Gesamtoberseite zum Auf- 
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bringen von welteren Beschichtungen gleichzeitig far mehrere 
Sensorbauteile zur Verftigung steht.. Darilber hinaus hat das 
Verfahren den Vorteil, dass wedar eine Stufe zwischen der ak 
tiven Oberseite dea Sensorcnips und der Kunststof fmasse noch 
'. ein Abstand zwischeri der aktiven Oberseita des Sensorchips 
und der Kunststof fmasse auf tritt,. so dasa mlt einei^ einzigen 
Utoverdrahtun^sscjilcht das gesamte Sensorbautell verdrahtet 
warden kann. Diese Umverdrahtungsachlcht der Umverdrahtungs- 
lage welst Umverdrahtungaleitungen auf, welche die Kontakt- 
f lachen des Sensorchipa mit AuBenkontaktflSchen des Sensor- 
bauteils verbinden. Fe^er kOnnen auf dieae AuBenkontaktfia- 
chen noch im Zustand des Nvitzens Aufi.enkontakte in Form von 
LothcJckem Oder LotbSllen oder Aufienkontaktflecken aufge- 
bracht warden. 

Bei eineiti weiteren Durchftlhrungsbeigpiel des Verfahrens war- 
den auf die Klebefolie Oder. Klebeplatta Elektroden von passi- 
ven Bauteilen.mit aufgebracht. so dass eine komplexere Sen- 
sorschaltung far das Sensorbauteil realisiert warden kann 
Daraber hinaua iat es auch mOglich, i„ den Bauteilpositionen 
zusatzliche Halbleiterchips mlt integrierten Schaltungen zu 
positionieren, und zwar jeweils nit ihren Kontaktflachen auf 
der Klebefolie beziehungsweise Klebeplatte, damit bei^t Abzie- 
hen der Klebefolie Oder Klebeplatte die Kontaktflachen der 
zusatzlich integrierten Sohaltungen durch Umverdrahtungslei- 
tungen kontaktiert warden kOnrien. 

Somit ermsglicht dieses Verfahren auf elnfachste Weise. kom- 
Plexe Sens.orbauteile auf zubauen. wobei" zur Erstellung des 
kartenf^rmigen Gehauses ledlglich ein GieiJsohrltt erforder- 
lich ist und far die Verbindung der einzelnen Schaltungskom- ' 
ponenten in Form von passiven Bauteilen und integrierten 
Schaltungaelementen und Sensorchips lediglioh eine struktu- 
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riert6 Umverdrahtungsschicht erforderlich wird/ Sollten der - 
;Sensorchip.und ei-n Halbleiterchip mit integrierter Schaltung 
Obereinander gestapelt werden, so ist eine interne Stapelver- 
drahtung vor einem Einbetten in die gemeinsaiae Kunststoff- 
Platte durchzufOhren und/oder eine tJberhehung der Kontaktfia- 
chen dea unteren Halbleiterchip erforderlich, urn diese auf 
der Gesamtoberselte mit anderen Komponenten des Sensorbau- 
teils zu yerdrahten. 

Ein verf ahren zur Heratellung eiries Sbnsorbauteils weiat den 
zuaatzlichen Vepfahrenaschritt auf, daaa nachdem Heratellen 
e:Lne3 Kfutzens noch . Auflenkontakte auf 'die Aufienkontaktf lachen 
auf gebracht warden und^ anaohliefiei>d dkr Nutzan in einzelne 
Sensorbaiiteile getrannt wird. 

Zusatmnenfassend ist festzustellen, dass mit der Erfindung ein 
prexswerte3,,piatzsparendes.Gehauseer2eugt wird, welches ru- 
den, ed^ne gute Charakteristik bezaglich . Feuchtigkeitsexnpf ind- 
ixchkeit auf waist.. Dies wird dadurch erreicht, dasa das Ge- 
hauae. in Anlehnung an eine aogenannte "Universal Package"- 
Technologie aufgebaut iat. Anders als bei der Montage von 
normalen, nicht optischen Halbleltern werden bei. den optoe- 
lektroni'schen Komponenten die Sensorflachen nicht durch Die- 
lektrika beziehungsweiae LOtstopplacke abgedockt, sondern zur 
sp^teren Abdeckung mit optischen Materialien be.iehungsweise 
optischen Bauelementen, Beisplel Linsen, freigelaesen. 
. Zusainmenfassend ergeben sich damit folgende Vorteile: ' 

1. Geringe Herstellungakosten des Gehauses; 
30 2. .Geringer Platzbedarf des Gehausea,, wie es beispieisweiae 
fttr Handy-Kameras erforderlich wird; 
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•3. Eirie OberflSchenmontage des GehSuses ist auf grund ,der 
geringen Peuchteeinpfindlichkeit . mOglich, das bedeutet, 
das erfindungsgepiaiie Bauteil kanrx in normalen oberfia-' 
. chenmontierenden Prozessen "auf sine Pl^tine eines uber- • 
5 geordneten Schaltkreises problemloa aufgeietet werden. 

Die Erf indung wird ntjn -anhand der beigef Ugten Figuren naher 
eriautert. 

I 

1 

10 Figur 1 zeigt eine schematiache perapektivische Anaicht ei- 
.v»es Sensorbauteils einer ersten AusfQhrungsfom der 
Erfindung, 

Flgur 2 zeigt einen schemacischen Quersbhnitt durch. .•in - 
Sensorbauteil gemafi in einem GehSuse einer zweiten 
Ausftihrungsform der Erfindung, 

Figfur 3- zeigt einen achematischen Querschnitt durch ein 
Sensorbauteil als Kopplungsbauteil gemau einer. 
dritten Ausfahrungsform der Erfindung, 

Figur 4 zeigt einen achematischen Querschnitt durch eine 
Sensorbauteilposition einea Nutzena vor dem Auf- 
bringen von Auflenkontakten, . 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil nach Aufbringen eine-r Linae auf einen 
Sensorbereich des Bauteila ala vierte Auaftihrungs- " 
form der Erfindung, 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt' durch ein 

Sensorbauteil gemSli einer fUnften Ausfahrungsform 
der Erfindung, 
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Figiar 7 zeigt' einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbautail gemafi einer sechsten Ausf Qhrungsfonti. 
der Erfindung,! 

. Plgu'r 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

• Sensorbauteil.gemaa ^iner siebten Ausfftlhrungsform 
der Erfindung, 

Figur I zeigt eine schematische perspektivische Ansicht eines 
Sensorbauteils 1 einer ersten Auafflhrungsfom der Erfindung. 
Ein sensorchip 2 ist mit seinen Randseiten 36, 37, 38 und'39 
in eine Kunststpffpiatte 6 mit den- Randseiten 8, 9, ii und 12 
eingebettet. Eine aktive Oberseite 5 des Sensorchips 2 und 
eine Oberseite 35 der Knnststof fplatte 6 bilden eine Gesamt- 
oberseite 13. Zusatzlich zuder aktiven Oberseite 5 des 'Sen- 
scrchips 2 umfaflt die Ge a amt oberseite 13 eine aktive Obersei- 
te eines zusatzlichen Halbleiterchips 21, auf welcher Kon- 
•taktflachen 29 angeordnet sind. Dartiber hinaus sind auf der " 
Gasamtoberseite 13 die Elektrodenfiachen 18. von drei paasiven 
Baueleraenten 19 . angeordnet , 

Neben den Kontaktfiachen 4 und 29 bezlehungaweise des sowohl 
des Sensorchips 2 als auch des Halbleiterchips 21 und den E- 
lektroden 18 der paasiven Bauelemente 19 weist die Gesamt- 
oberseite AuBenkontaktfiachen 17 auf, auf denen Auftenkontakte 
25 angeordnet sind» 

Auf der Gesamtoberseite 13 ist eine Umverdrahtungsschicht 15 
angeordnet, die mit ihren Omverdrahtungsleitungen 16 Kbntakt- 
flfichen 4 des Sensorchips 2 mit Kontaktf ISchen 29 des Halb- 
leiterchips 2i.verbindet und KontaktflSchen 4 mit Elektroden- 
fiachen 18 verbindet, sowie fiber weitere ^Jmverdrahtungslei- ' 
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tungen 16 die KontaktflSchen 4 und 29 als auch die Elektro- ' 
denf lachen . 18 mit AuBenkontaktf lachen 17 auf der Gesamtober- 
seite 13 verbindet. Das ' in ' Flgur ' 1 gezeigte Sensorbauteil 1 
stellt- somit bereits ein Sensormodul dar und kann Qber die 
5 Auflenkontakta-25 mlt einer Ubergeordneten Schaltung auf einer 
Leitsrplatine verbundeh werden. Bel einar derartigen Oberfia- 
chenmontage eines Sensorbauteila der ersten AusfQhrungsform, 
der Erfi;idung, vie es Flgur 1 zeigt, ist in der tlbergeordne- 
tan Schaltungsplatine eine Offnung vorzusehen, die dam Sen- 
10 aorberoich 3 des Sensorchips ?• entspricht, um einen Zugriff 
auf dem Sensoybereich 3 zu ermaglichen . ' 

Figur 2 zeigt einen sghsmatischen Querschnitt durch ein Seri- 
sbrbauteil 10 in einem Kameragehause 26 gemafi einer zweiten 
15 Auaftlhrungsform der Erfindung. Komponenten mit' gleicheri Funk- 
tibnen wie in Figur 1 werden mit gleichen Bezwgazeichen ge-'- 
kennzeichnet und nicht extra erOrtert- 
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Das Sensorbauteil 10 1st ein Teil eines Kamerabauteils 41, 
und auf einer iibergeordneten Schaltungsplatine 42 in dem Ka- 
meragehause 26 eines Mobiitelef ons angeordnet. Die drei Kom- 
ponenten, Systembauteil lO, Schaltungsplatine 42 und Kamera- • 
gehause 26 aind <tt>ereinandar aijgeordnet, wobei das Sensorbau- 
teil 10 unterhalb der CQsetgeordheten Schaltungsplatine 42 und 
die Schaltungjsplatine 42. unterhalb des" Kameragehausea 26 an- 
geordnet sind. Das . Sensorbauteil 10 weist einen Sensorchip 2, 
einen Haible iter chip 21 und passive Bauelemente 19 auf. Der 
Sensorchlp 2 weist eine aktive Oberseite 5 mit einem S.ensor- 
bereich 3 , und Kontaktf iScheri 4 und eine Rttckseite ?• auf . Der 
Halbleiterchip 21 weist Kontaktfiachen 29 auf, und das passi- 
ve Bauelement 19 weist Elektrodenfiachen 18 auf. 



10 




IS 



20 




25 



30 



FIN 474 P/2003P51252DE 

• 11. 



Der Sensorchip. 2, der Halbleiterchip 21 und die pasaiven Bau- 
elemente 19 9±nd derart in eine Kunststoffmaase 31 eingebet- 
tet, das3 sie eine Kunststoffplatte 6 bilden, die eine Ge- 
samtoberseite 13 mit dem Senso.rbereich 3, den Kontaktfiachen 
4 und 2? und den Elektrodenf lachen . 18 aufweist. Auf dieser 
Gesamtoberseite 13 sind Omverdrahtungsleltun^en 16 angeord- 
net, welehe die Schaltunga element e 2, 19 und 21 untereinander 
verbinden und elektrleche Verbindungen zu AuflenkontaktflSchen 
17 herstellen. Auf den Aufienkontaktf lachen 17 sind Au^enkon- 
takte 25 angeordnet, die an die Obergeordnete Sphaltungspla- 
tme 4? angeletet sind. 

' ' ' • 

Die umverdrahtungsleitungen 16 bilden eine Oiaverdrahtungss- 
chicht 15, die Teil einer Umverdrahtungslage 14 ist, -wobei ' 
die Umverdrahtungslage 14 zusfitzl-ich eine ieclierende Abdeck- 
schicht 45 aufwelst, die lediglich den Sensorbereich 3-und 
die Aufienkontaktf lichen 17 freiiasst. Dar Sensorbereich 3 
tragt eine Linse 22, die zu de-r optischen Achse 47 einer ' ' 
?weiten Linse 34 ausgerichtet ist, wobei die .'weite Linse' 34 
zwiechen Kaxneragehause 26 und tibergeordneter Schaltungsplati- 
ne 42 ausgerichtet ist. 

Die Obergeordnete Schaltungsplatine 42 und das .Ka*eragehause 
26 weisen Offnungen 43 beriehungswetse 44 auf, deren GrOfie 
dem Sensorberei^h 3 des Sensorchips 2 entspricht, so dass der 
optische Eindruck der Umgebung auf den Sensorbereich 3 des • 
sensorchips 2 Uber die Linsen 34 und 22'einwirken kann. Ein 
Dichtungselement 46 .wischen der zweiten Linse 34 und dem Ka- 
meragehause 26 sorgt daftir, dass keine Peuchtigkeit und keine 
Staubpartikel in das Gehause 26 ei-ndringen k.nnen. 

Pigur 3 zeigt eirien schematischen Querschnitt durch" ein Sen- 
sorbauteil 20, das als . Koppiungsbauteil gemafi einer dritten 
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AusfUhrungsfom der Erfindung ausgebiidet ist. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Flguren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erOrtert. ■ ' 

Das Sensorbauteil 20 zeigt .elnen ahnll'cben Aufbau wie das 
Sensorbauteil 10, in Figur 2 jedoch ist die Linse 22 auf el- 
nen Glasfaser 51 ausgerichtet. Anstelle des Kamerageh^uses 26 
wie in Figur 2 ist aber der Offnmig 44 der Obergeordneten 
Schalttingsplatlne 42 ein Glasfaaereinsteckbereich 27 mit ei- 
nem Glasfasareinstecksockel 48 angeordnet . und auf der Oberge- 
ordneten Schal^ungsplatine 42 fixiert. Der Glasfasareinsteck- 
sockel 48 ist derart strukturiert, dass eine Einstecichaise 
49, die auf dem Glasfaser 51 befestigt un<i mit dem. Glasfa- 
sereinsteckaockel 4 8 in Eingriff bringbar ist. Der Glasfa- • 
■ sereinstecksockel 48 ist derkrt ausgerichtet, dass die opti- 
schen Achsen 47 der Glasfaser 51 und die Linse 22 zueinander 
ausgerichtet s'ind. ' . . 



Pigur 4 zeigteinen schematischen Querschnitt durch eine, Sen- 
sorbauteilposition 33 eines Nutzens 28 vor dem Aufbringen von 
AuBenkontakten und vor dem Auftrennen des Nutzens 28 in ein- 
zelne Senaorbauteile. Komponenten mit gleichen Funktionen wie 
in den Vorhergehenden Piguren. werden mit gleichen B^zugszei- 
25 Chen gekennzeichnet und nicht extra erertert. 

Der Nutzen 28 Weist eine Verbundsplatte 32 mit einer Kunst- 
stoffpl^ttenrackseite 24 auf. Die Verbundplatte 32 beateht 
aus einer Kunststof fmasse 31 und darin eingebetteten Sensor- 
30 chips 2, Halbleiterchips 21 und passiven Bauelementen 19. Die 
Schaltungskomponenten 2, 19 und 21 sind. derart in die Kunst- 
stoffmasae 31 der Verbundplatte 32 eingebettet, dass sie eine 
eesamtoberseite 13 bilden, die mit einer .Umverdrahtungslage 
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14 aus einer Umverdrahtungsschicht 15 m'it Umverdrahtungslei- 
tungen 16 bedeckt 1st. Eine iaolierende .Rbdeckung. 45 ISgst 
dami ledlglich die Sensorbereiche 3 und die Aufienkontaktfia- 
chen 17 in jedar der Bauteilpositionen 33. des Nutzens 28 



5 ' frei 



Pigur 5 aeigt. eineh schematischen Querschnitf durch ein Seh- 
sorbauteil 30 nach Aufbringen eiher Linee 22 auf einenSen- 
sorbereich 3 des Sensorbauteils 30 gemafi einer vierten Aus- 
• fahrungsform der Erfindung. Die Linse 22- und die Aufienkontak- 
te 25 fttr jedes der Sensorbauteile 30 kanh entweder bereits 
auf den in Figdr 4 gezeigten Nutzen in jederder Bauteilposi- 
tionen aufgebracht werden oder nachtragllch auf jedem einzel- 
nen Sensorbauteil. 30 fixiert werden. Die in Figur 5 gezeigte 
vierte Aus ftihrungs form der Erfindung weiat ausschlieailch Au- 
fisnkontakte 25 auf Aufienkontaktflftchen 17 auf, dieaber Um- 
verdrahtungaleitungen 16 mit • entsprechenden Elektroden der' 
eingebetteten Schaltungakomponenten des Sensorbauteils 30 
verbunden sind. 

Figur 6 zeigt einen' schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 40 einer ftoften Ausftthrungs form der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden ' 
Figuren werden mit gleichen Bezugszeiphen gekennzeichnet und 
nicht extra arttrtert.' 

Die flinfte Ausftthrungaform der Erfindung gemafi rigur 6 unter- 
■scheidet sich von der vierten Ausftihrungsform gemafi Figur S 
dadurch, dass zusatzlioh zu Aufienkontakten 25, die aber Um- 
verdrahtungsleitungen 16 mit den Blektrodenf lachen 19 und 
Kontaktflachen 4 und 29 der Schaltungskomponeiiten 2,18 und 21 
des sensorbauteils verbunden sind, abstandshaltende Auflenkon- 
takte 52 auf der Gesamtoberseite angeordnet aind. Die Aiifien- 
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kontakte 52 sorgen beim Aufl5ten des Sensorbauteils 40 auf 
eine ttbergsordnete Schaltungsplatin© dafttr, dass ein auarei-- 
chander Abatand zwischen der Linse 22 und der darviber ange- 
ordnetan Schaltuhgsplatine eingehalten wird. Auch in der 
ftinften Ausftthrungsform der Erfindung Bind die Schaltungskom- 
ponenten, wie Sensorchip 2, Halbleiterchip 21 und passive 
Bauelemente 19 derart angeordnet, dass jades der Kconponenten 
mit seinen Elektroden von der Gesamtoberseite 13 aus kontak- 
tierbar ist. 



Figur 7 zeigt einen schematiachen QuerscHnitt durch ein Sen- 
aorbauteil SO einer sechsten Aus fGhrungs form der Erfindung. 
Dies© sechste Ausfuhrungsform der Erfindung unterscheidat 
sich von den vorhergehenden Aus,fah.rungsformen dadurch, dass ' 
15 der Halbleiterchip 21 und der Sensorchip 2 vor dem Binbetten 
in die Kunststoffmasse 31 auf einander. gestapelt sind. Bei der 
Sjiapalung wird dar.auf geachtet/ dass die Kontaktf lachen 29 
nicht von. dem Sensorchip 2 bedeckt sind, sondern dass die 
Kontaktflachen 29 mit Thermokompressionskapfen 53 belegt war- 
den kOnnah, die in ihrer H&he der Dicke des Sensorchips 2 
entsprachen. Somit ist auch der, tipter dem Sensorchip 2 ange- 
ordnete . Halbleiterchip 21, fiber die Gesamtoberseite 13 und 
die dort angeordnete Umvardrahtungsschicht 15 mit den Qbrigen 
Komponenten d^s Sensorbauteila 50 verbindbar. 



Pigur 8 zeigt einen scheniatischen Querschnitt durch ein Sen- 
.stjrbauteil 60 qemSA einer siebten Aus ftthrungs form der Erf in- 
dung. Die siebte Aus ftthfungs form der Erfindung gemaa Pigur 8 
unterscheidet sich von den vorhergehenden Ausffihrungsforman 
dadurch, dass durch die Kunststoffmasse 31 Durchkontakte 23 
vorgesehen warden, die in ihrer LSnge der Dicke der Kunst- 
stoff Platte 6 entsprechen. Demit ist es mflglich, auf der 
Rtickaeite 54 des Sensorbauteila 60 Aufienkontakte 25 anzubrin- 
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gen, die dann gegenQberliegend zu der Linse 22 beziehungswei- 
se zu dem Sensorbereich 3 des Sensorchips • 2* angeordnet sind. 
Mit dieser siebten Ausfahrungsf orm der Erfindung ist es m5gr- 
lich, eine Oberf l^chenmontage auf einer Ubergeordneten Schal- 
tungsplatine zu realisieren, wobei* eine Offnung in der Uber- 
geordrxeten Leiterplatte nicht.erforderlich ist, da der Sen- 
sorbereich 3 des Sensorbautei.ls 60 trotz Oberf IMchenmontage 
auf einer tibergeordnoten Schaltungaplatine frei zugSnglich 
ist. 



10 
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•Bezugszeichenliste 

1 Sensorbauteil 

2 Sensorchip 

5 3 Sensorbereich 

4 KontaJctf lachen vom. Sensorchip 

5 aktive Oberseite dea Sensorchips 

6 Kunststoffplatte 

7 Rllckaeite des Sensorchipa 

10' 8, 9 Randseiten des Sensorbautells 

10 Sensorbauteil 
.11,; 12 Randseiten des Sensorbaiateila 

13 Gesamtoberseite 

.14 Umverdrahtungsiage 

Umverdrahtungsschicht 

16 Uitiverdrahtungsleitungen 

17 AuJBenkontaktfiachen 

18 Elektrodenflachen von Bauteilen 
1^ passive Bautelle 

20 20 Sensorbauteil ' 

21 Halbleiterchip • 

22 Linse 

23 burchkontakte 

24 Kunststoffplattenrttckselte 
25 25 ' Auflenkontakte 

26 Kamer,agehau©e 

2? Glasfasereinsteckbereich 

28 Nutzen 

29 Kontaktflache vom Halbleiterphip 
30 30 Sensorbauteil 

31 Kunststof fmasse 

32 Verbundplatte 

33 Bauteilposition 
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34 


zweite Linse Im Kameragehause • 


35 


• Oberseite der Kunststof fplatte 


36 b±s 


39 Randselten des Sensorchips 


40 ' 


Sensorbauteil 


41 


. Kamerabauteil 


42 


iibergeordnete Schaltungsplatine 


43 


Offnung Im Kamexagehause 


44 


Offnung. in der Schaltungsplatine 


45- 


isolierende Abdeckung 


46 


Dichtung s element 


47 


optische Achse 


48 


Glaafasereinsteckaockel 


49 


. Einsteckhtllse 


50 • 


Sensorbauteil > 


5,1 


Glaafaser 


52 • 


Auiienkontakt 


53 


The rmo kompr e s a i ons kopf 


54 


Rtickseite des Sensorbauteils 


60 


. Sensorbauteil 
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Sarisorbauteil das folgende Markmale aufweistj • 

einen Sensorchip (2) mit «ineni Sensorbereich (3) , 
Elektroden des . Senaorbereichs (3), Leiterbahnan und 
Kpntaktflachen (4) auf einer aktivan Oberaeite (5) 
<io*.sen«o,..hip« „„hel die teiterbahnen die 

KontaJctflachen (4) mit den ElekUxuden elejctriach 
verbinden, 

eine Kunstatof fplatte (6), in die der Sensorchip 

(2) mit seiner RCckaeite (7) und seinen Randseiten 

(8-11) eingebettet ist, wobei die aktive Oberseite 

(5) dea Sensorchipg (2) mit einer Oberseite (5) der 

Kunstetoffplatte (6).eine Gesamt oberseite XlS) auf- 
15 weist, ' .. 

. . - eine Omv^rdrabtun^slage mit einer Umverdrahtungs- 
schicht, die Dteverdrahtungsieitungen von den Kon- 
taktfiachen zu Auflenkontaktflachen des Sensorbau- 
• tails aufweipen, wobei die Umverdrahtun^slage auf 
• der Gesamtoberseite angeordnet ist. ' 

2. Sensorbauteil nach Anspruch 1, . 
dadurch g e k e n n z e i c hn e t , dass 

•die Gesamtoberseite (13) Elektrodenflachen (18) von in 
die Konststoffplatte (,6) eingebetteten passiven Bautei- 
. len (19) aufweist, wobei, sich Umverdrabtungsleitungen 
(16) von den Elektrodenflachen zu Kontaktf iSchen (4) 
und/oder zu Auflenkontaktflachen (17) erstrecken. ' 

' ♦ 

3. Sensorbauteil nach Anspruch 2, 
dadurch g e k e n'n z e i c h n e t / da'ss 
die Gesamtoberseite (13, KontaktflSchen (29) von einem 
Halbleiterchip (21, mit integrlerter Schaltung aufweist. 
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wobei sich Umverdrahtungsleitungen (16) von' den Kontakt- 
fiachen (29) des Halbleiterchips' (21) 2U' Kontaktfl'achen 
(4) des Sensorchips . (2) ' und/oder zu Elektrodenf lachen • 
(18.) und/oder zu AuJBenkontaktf lichen (17) erstrecken. 

5 * . 

4. Sensorbauteil hach einem der vorhergehenden Ansprttche; 

. * dadurch- gekennz.eichnet, dass 

derSensorchlp (2) und.eln Halbleiterchip (21) mit in-' • 
tegrierter' Schaltung libereinander- gestapelt in der- . 

iO . Kunststoffplatte. (6) eingebettet sind^ wobei der S&nsor- 

.' bereich (3) einen Tell der Gesaicitoberseite (13) bildet. 

r 

^' 5. * Senaorbauteil nach elnem der Ansprtichvorhergehenden An- 
sparflche, 

15 dadurch g e k e n n z e i c.h n is t , dass 

der Sensorbereich (3) strahiungsempfindlxch ist und eine 
Linse (22) aufweist*: * * . 

6. Sensorbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprtiche/ 
20 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Kunststoffplatte (6) Durchkontakte (23) aufweist^ 
wobei. die Durchkontakte (23) au.f einer Kunststof fplat- 
terirtickseite (24) mit Aufienkontaktf lacWen (17) verbunden 
sind und mit den* Umverdrahtungsleitungen (16) auf der 
25 Gesamtoberseite (13) elektrisch in' verbindung stehen, ' 

7, ' Optoelektronisches Gerat^ das ein Sensorbauteil (1) nach 
einem der vorhergehenden AnsprUche in einem Kameragehau- 
se (26) aufweist. 



30 



Optoelektronisches Kopplungsbauteil, das ein Sensorbau- 
teil (1) nach einem der AnsprUche 1 bis 6 mit einem 
Glasf asereinsteckbereich (27) auf weist . 
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9, Nutzen, der in Zeilen und Spalten angeordnete Bauteile- 
positionen (33) mit Sensorbauteilen gemSfi einem der An- . 
5 , sprUche 1 bis 6 aufweist. 

10- Verfahren zur Herstellung ©ines Nutzens (28), das fol- 
gende Ve'rfahrensachritte aufweists 

Bereitstellen eines Halbleiterwaf ers mit in Zeilen* 
10 und Spalten angeordneten Sensorchippositionen, 

Trennen. des Halblelterwafers in einzelne Sensor- 
chips "(2) mit elnem Sensorbereich (3) und Kontalct- 
fiachen (4) auf einer aktiven Oberseite (5). der 
Sensor chips r I 
15 - Einlegen einer Klebefolie Oder eiiier Klebeplatte in 

eine erste Moldwerkzeughaifte mit in Zeilen und 
. . Spalten angeordneten Bauteilpoeitionen (33)^ 

- ATifbringen der Sensorchips (2) in den Baiiteilposi- 
tionen unter Aufkleben der aktiven Oberseiten der* 

20 - . Sensorchips auf • die Klebeseite der Klebefolie Oder 

der Klebeplatte, 

Zusairanenfahren von, Moldwerkzeughaif ten. und Ein- 
spritzen einer Kunststoff masse (31) in die Form un- 
ter einseitigem Einbetten der Sensorchips (2), . 
25. - Ausharten der. Kunststoff masse , (31) zu einer Ver- 

' bundplatte (32) aus Kunststof fmasse (31) mit Sen- 
sorchips (2), 

- • Entfernen der Klebefolie oder der Klebeplatte und 

AufbrJLngen einer Umverdrahtungslage (14) auf die 
30 f reigewordene Gesamtoberseite (13) der Verbundplat- 

te (32) . • . 
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11. Verfahreh nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet,.dass 

in Bauteilpositionen (33) zusStzlich passive Bauteile 
(19) mit ihren Elektrodenf lichen (18) auf der Klebefolie 
5 Oder auf der Klebeplatte positioniert werden, 

12. Verfahren nach Anspruch 10 Oder Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet', dass 

in den Bauteiljposltionen (33) zus^tzlich Halbleiterchips 
10 . (21) mit integrierten Schaltungen mit ihren Kontaktf li- 

chen (29) auf der Klebefolie oder auf der Klebeplatte 
posit ioniert werden. 

13 « Verfahren zur Herstellung eines Sensorbauteils, das fol- 
15 gende Verfahrensschritte aufweist 

Bereitstellen eines Rutzens (28) mit in Zellen und 
Spalten angeordnqten Bauteilpositionen' (33), gemafi 
einem der AnsprUche 10 bis. 12^ 

Aufbringen von AuBenlcontakten (25) auf Aufienkon- 
20, taktflachen (17), 

. * - * Trennen des Nutzens (20) in einzelne Sensorbauteile 
. (1,10,20,40,60). 
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